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Folgende Themen werden in diesem Abschnitt behandelt:

1.1 Anwendungsbereich

1.2 Zweck

1.3 Klassifizierung

1.4 Definition der Anforderungen

1.4.1 Abnahmekriterien
1.4.1.1 Anzustreben (Idealzustand)
1.4.1.2 Zulässig (Abnahmefähig)
1.4.1.3 Fehler (Nicht abnahmefähig)
1.4.1.3.1 Disposition (Handlungsanweisung)
1.4.1.4 Prozessindikator
1.4.1.4.1 Maßnahmen für den Prozessindikator-Zustand
1.4.1.5 Kombinierte Zustände
1.4.1.6 Nicht spezifizierte Zustände
1.4.1.7 Sonderkonstruktionen

1.5 Fachbegriffe & Definitionen

1.5.1 Leiterplatten-Orientierung
1.5.1.1 *Primärseite
1.5.1.2 *Sekundärseite
1.5.1.3 Lot-Quellseite
1.5.1.4 Lot-Zielseite
1.5.2 *Kalte Lötstelle
1.5.3 Elektrischer Isolationsabstand
1.5.4 Hochspannung
1.5.5 Intrusivlöten
1.5.6 *Ablegieren
1.5.7 Meniskus (Bauteil)
1.5.8 *Nichtfunktionale Anschlussfläche
1.5.9 Pin-in-Paste
1.5.10 Leitungsdurchmesser
1.5.11 Drahtüberwicklung
1.5.12 Drahtüberlappung

1.6 Beispiele und Illustrationen

1.7 Inspektionsmethoden

1.8 Überprüfung der Abmessungen

1.9 Vergrößerungshilfen

1.10 Beleuchtung

If a conflict occurs between the
English and translated versions of
this document, the English version
will take precedence.

Im Falle eines Konfliktes zwischen
der englischsprachigen und einer
übersetzten Version dieses Doku-
mentes hat die englischsprachige
Version den Vorrang.

1.1 Anwendungsbereich

Diese Richtlinie ist eine Zusammenstellung von Abnahmekri-
terien für die visuelle Inspektion elektronischer Baugruppen.

Dieses Dokument präsentiert Abnahmeanforderungen für die
Herstellung elektrischer und elektronischer Baugruppen. In
der Vergangenheit enthielten Richtlinien für elektronische
Baugruppen umfassende Anleitungen hinsichtlich
Grundlagen und Techniken. Um die Empfehlungen und
Forderungen dieses Dokumentes besser zu verstehen, kann
man es in Verbindung mit IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 und
IPC J-STD-001 verwenden.

Die Kriterien dieser Richtlinie dienen weder dem Zweck,
Prozesse zur Baugruppenfertigung zu definieren, noch
der Autorisierung von Reparaturen oder Änderungen an
Kundenprodukten. Beispiel: Die Existenz von Kriterien für
Klebeverbindungen von Komponenten impliziert/autorisiert/
fordert nicht die Verwendung von Klebeverbindungen. Die
Darstellung eines im Uhrzeigersinn um einen Anschluss-
pfosten gewickelten Drahtes impliziert/autorisiert/fordert
nicht, dass alle Drähte/Leitungen im Uhrzeigersinn
gewickelt werden sollen.

Die Anwender dieser Richtlinie sollten die anwendbaren
Anforderungen dieses Dokuments verstehen und wissen,
wie sie anzuwenden sind.

Nachweise über dieses Fachwissen sollten aufbewahrt
werden. Wenn keine Nachweise vorhanden sind, sollte
das Unternehmen die Fachkenntnisse des Personals
regelmäßig überprüfen, um sicherzustellen, dass
die visuellen Abnahmekriterien richtig angewendet
werden.

IPC-A-610 enthält Kriterien, die außerhalb des
Anwendungsbereichs von IPC J-STD-001 liegen und
Handhabung, mechanische und andere Verarbeitungs-
anforderungen definieren. Tabelle 1-1 ist eine
Zusammenfassung weiterführender Dokumente.
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IPC-AJ-820 ist ein unterstützendes Dokument, welches
Informationen bezüglich der Zielsetzungen des Inhalts dieser
Spezifikation bereit stellt und das technische Grundprinzip
der Übergänge der Grenzen von der Zielwert- bis zur
Fehlerbedingung erklärt oder erweitert. Zusätzlich werden
Informationen zu Prozessen gegeben, um ein besseres
Verständnis der Prozesse zu erreichen, die das Verhalten
unter Betriebsbedingungen bestimmen, jedoch in der Regel
nicht durch visuelle Bewertungsmethoden erkennbar sind.

Die Erläuterungen in IPC-AJ-820 sollen bei der Entscheidung
helfen, was bei Eintritt einer Fehlerbedingung oder im Falle
von Prozessen, für die eine Prozessindikatorbedingung
ermittelt wurde, geschehen soll. Weiterhin sollen sie Fragen
zur Klärung der Nutzung und der Anwendung definierter
Inhalte dieser Spezifikation beantworten. Vertraglicher
Bezug auf IPC-A-610 impliziert nicht zusätzlich den Inhalt
von IPC-AJ-820, außer wenn in der Vertragsdokumentation
spezifisch darauf Bezug genommen wird.

1.2 Zweck

Die visuellen Vorgaben dieses Dokuments zur Sichtprüfung
stellen die Anforderungen vorhandener IPC-Dokumente
sowie weiterer anwendbarer Spezifikationen dar. Wenn
der Anwender den Inhalt dieses Dokuments seiner
Qualitätskontrolle zugrundelegen will, sollte die Baugruppe

bzw. das Produkt den Anforderungen anderer IPC-
Dokumente wie IPC-7351, der IPC-2220-Serie, der
IPC-6010-Serie und IPC-A-600 entsprechen. Wenn die
Baugruppe nicht diesen oder vergleichbaren Anforderungen
entspricht, müssen die Akzeptanzkriterien zwischen Kunden
und Lieferanten vereinbart werden.

Die Illustrationen dieses Dokuments zeigen spezifische
Kriterien entsprechend der jeweiligen Seitenüberschrift. Jeder
Illustration folgt eine kurze Beschreibung. Es ist nicht das Ziel
dieses Dokumentes, mögliche zulässige Bestückungsverfah-
ren für Bauteile oder bestimmte geeignete Flussmittel bzw.
Lote, die für die Herstellung elektrischer Verbindungen ein-
gesetzt werden, auszuschließen. Allerdings müssen mittels
der angewandten Methoden Lötverbindungen erzeugt
werden, die den in diesem Dokument beschriebenen
Abnahmekriterien entsprechen.

Bei Abweichungen haben die schriftliche Beschrei-
bung oder schriftliche Kriterien stets Vorrang vor den
Illustrationen.

1.3 Klassifizierung

Die Entscheidung zur Annahme oder Rückweisung muss
auf anwendbaren Dokumenten wie Verträgen, Zeichnungen,
Spezifikationen, Richtlinien und Referenzdokumenten
beruhen. Die in diesem Dokument festgelegten Kriterien
beziehen sich auf die folgenden drei Produktklassen:

Tabelle 1-1 Zusammenfassung weiterführender Dokumente

Anwendungsbereich Spezifikation Beschreibung

Designrichtlinie IPC-2220-Serie
IPC-7351
IPC-CM-C770

Designanforderungen mit drei Komplexitätsgraden (Stufe A, B oder C), die auf feinere
Geometrien, größere Dichte und mehr Prozessschritte zur Fertigung des Produktes
hinweisen.
Richtlinien für Bauteile und Montageprozesse als Hilfe für das Design der unbestückten
Leiterplatte und der Baugruppe. Die Leiterplattenprozesse konzentrieren sich auf SMD-
Anschlussflächen, die Montage beinhaltet Grundlagen der Durchsteck- und SMD-Technik,
die in den Designprozess und die Dokumentation gewöhnlich einbezogen werden.

Endprodukt-
Dokumentation

IPC-D-325 Dokumentation, die leiterplattenspezifische Anforderungen an das Endprodukt gemäß
Kunden-Design oder Anforderungen an die Montage des Endproduktes enthält. Details
können, müssen sich aber nicht, auf Industriespezifikationen oder Ausführungsnormen
bzw. auf Anwendervorgaben oder interne Normen beziehen.

Endprodukt-Richtlinie J-STD-001 Anforderungen an gelötete elektrische und elektronische Baugruppen mit Darstellungen
der Minimalanforderungen der Abnahmekriterien für Endprodukte. Enthalten sind ferner
Methoden für die Bewertung (Testmethoden), Anforderungen an die Testhäufigkeit und
Hinweise zu Anforderungen an die Prozesskontrolle.

Abnahme-Richtlinie IPC-A-610 Dokument mit bildhafter Darstellung zur Erläuterung der unterschiedlichen Charakteristika
der Leiterplatte und/oder Baugruppe. Gibt Hinweise zum erwünschten Zustand
der Produkte, die über das Minimum der in den Endproduktnormen genannten
Annahmekennwerte hinausgehen. Stellt eine Reihe abweichender (Prozessindikator
oder Fehler) Zustände vor, um den Prozesstechnologen die Prozessbeurteilung
zu erleichtern und Korrekturhinweise zu geben.

Trainingsprogramme
(optional)

Dokumentierte Trainingsanforderungen zum Lehren und Lernen von Verfahrensregeln und
-techniken für die Einführung von Abnahmeanforderungen, die in Endprodukt-Richtlinien,
Abnahme-Richtlinien oder in Anwenderdokumentationen enthalten sind.

Nacharbeit und
Reparatur

IPC-7711/7721 Dieses Dokument enthält Prozessbeschreibungen zur Entfernung und zum Ersatz von
Beschichtungen, Bauteilen, zur Reparatur der Lötstoppmaske sowie zur Veränderung/
Reparatur des Laminatmaterials, von Leiterbahnen und durchmetallisierten Löchern.
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